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电子 
  

玻璃基板产业化加速，电子半导体涨声四起 
  
玻璃基板成为 AI 时代先进封装最优解，京东方引领国产厂商加速突破。

相比传统有机树脂基板，玻璃基板展现出跨代式的物理性能优势。玻

璃材料具备极高的大尺寸平整度与极低的翘曲率，其次玻璃的热膨胀

系数可通过成分调节至约 3-9ppm/°C，与硅片（约 2.6 ppm/°C）实现

高度匹配，从而显著降低了热循环引起的机械应力。此外，玻璃作为绝

佳的绝缘体，dk 及 df 参数表现优秀，能大幅降低传输损耗并保障高速

下的信号完整性。5 月 20 日晚，京东方发布与康宁公司签订合作备忘

录的公告，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基

板、光互连相关应用等重点领域开展合作。据此前京东方公告，公司于

2024 年投资 9.93 亿元建设玻璃基封装载板试验线。目前已给部分国

内客户送样，部分客户已通过概念认证，并进入技术测试阶段。 

AI 驱动先进硅片需求高景气，价格有望持续上行。AI 持续高景气，GPU、

HBM 带来 12 英寸硅片增量需求。根据 SUMCO 测算，AI 服务器对 12

英寸硅片的需求量是通用型服务器的 3.8 倍。新产品新技术催生 12 英

寸硅片更多消耗，同等存储容量 HBM 对 12 英寸硅片需求量是目前主

流 DRAM 产品的 3 倍。此外随着 NAND 

根据目前技术路线预计所有厂商均会切换至通过 2 片晶圆键合制作 1

个 NAND 

预计，2030 年全球半导体市场规模有望达到万亿美元，假设保持现有

增速，全球半导体硅片市场规模届时有望翻倍，预计超过 200 亿美元。 

AI 基础建设驱动 MLCC 需求大增。据中国台湾经济日报消息，全球被

动元件龙头村田表示，AI 大量消耗积层陶瓷电容（MLCC），以英伟达

GB300 平台为例，需搭载约 3 万颗 MLCC，约是手机的三十倍，车辆

的三倍，单一 AI 机柜更消耗高达 44 万颗 MLCC。从需求端看来，村田

预估，AI 服务器用 MLCC 需求将以年平均成长率 30%的速度呈现扩

大，2030 年相关需求将较 2025 年大增 3.3 倍。根据 Business Research 

Insights，2025 年全球 MLCC 市场规模为 348.95 亿美元，预计到 2034

年将达到 1092.2 亿美元。高端 MLCC 占用产能多、扩产周期长，短期

内有效产能很难快速扩张。2025 年下半年至 2026 年 2 月，MLCC 现

货价格上涨约 20%，被动元件进入全品类、多轮次、跨区域涨价周期，

价格涨幅普遍在 5%至 30%，高端品类的价格涨幅更高。Trend

预计，年底 AI 服务器新餐品将加大对高端 MLCC 需求，从而推高价格。 

CCL 价格持续上涨，台股 CCL 公司月度营收强劲增长。6 月 16 日建滔

正式发布新一轮产品涨价函，宣布旗下所有规格

固化片统一上调价格，涨幅达 15%，本次调价自新订单接单之日起正

式执行。此次为建滔年内第五次提价，产品累计涨幅超 50%。我们判

断伴随 2026 年下半年更多高端 PCB 产品放量，CCL 价格有望持续上

行。台光 2026 年 5 月实现营收 156 亿新台币，同比增长 114.6%。台

耀 2026 年 5 月实现营收约 48 亿元新台币，同比增长 129%。我们判

断台系 CCL 厂商的业绩充分印证行业需求高景气，全球产业链一体化

背景下我们判断国产 CCL 厂商业绩有望同步跟随强劲增长。 

周观点：见相关标的。 

风险提示：下游需求不及预期、研发进展不及预期、地缘政治风险。  
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重点标的 

股票 股票 投资 EPS（元） PE 

代码 名称 评级 2025A 2026E 2027E 2028E 2025A 2026E 2027E 2028E 

002384.SZ 东山精密 买入 0.76 4.11 12.92 20.53 329.10 66.47 21.12 13.30 

000725.SZ 京东方 A 买入 0.16 0.21 0.36 0.47 26.70 31.10 18.24 13.95 

688167.SH 炬光科技 买入 -0.43 0.75 1.86 2.53 - 527.26 211.34 155.45 

603986.SH 兆易创新 买入 2.35 10.97 15.17 18.26 133.20 57.35 41.45 34.45 

300476.SZ 胜宏科技 买入 4.39 11.29 18.29 24.40 71.40 32.68 20.18 15.12 

002371.SZ 北方华创 买入 10.18 13.05 16.49 - 39.00 55.27 43.72 - 

688012.SH 中微公司 买入 3.37 3.50 4.47 5.84 104.50 102.74 80.56 61.60 

688820.SH 盛合晶微 买入 0.49 0.62 1.07 1.48 313.30 298.56 172.78 125.04  
资料来源：Wind，国盛证券研究所 
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1、玻璃基板成为 AI 时代先进封装最优解，京东方引领国产
厂商加速突破 

物理与热学性能跨代跃升，玻璃基板低翘曲与高匹配度攻克超大面积封装痛点。相比传

统有机树脂基板，玻璃基板展现出跨代式的物理性能优势。首先，玻璃材料具备极高的

大尺寸平整度与极低的翘曲率，相较于有机基板可将超大面积封装下的翘曲变形降低 70%

以上，极大改善了芯片在高温焊接和多层堆叠过程中的失效风险；其次，玻璃的热膨胀

系数（CTE）可通过成分调节至约 3-9ppm/°C，与硅片（约 2.6 ppm/°C）实现高度匹配，

从而显著降低了热循环引起的机械应力。 

 

图表1：有机芯基板在回流焊加热过程中会翘曲 

 
资料来源：Trendforce，国盛证券研究所 

电气损耗与信号传输表现卓越，高频高速场景下保障信号完整性。在电学与信号传输方

面，玻璃作为绝佳的绝缘体，在 10GHz 高频下介电常数 Dk 低至 2.5–6、介电损耗 Df 低

至 0.0005–0.005，能大幅降低传输损耗并保障高速下的信号完整性。随着 AI 算力芯片

对高带宽、低延迟互连的要求不断提高，玻璃基板的电气优势有望进一步加速其在高端

芯片封装中的渗透。在加工精度层面，玻璃极其平整的光洁表面使其能够实现 2 微米以

下的超精细 RDL 线宽/线距（L/S），且其出色的尺寸稳定性可支持互连密度实现 10 倍的

跨越式增长。 

 

图表2：有机载板与玻璃载板性能对比  图表3：有机载板与玻璃载板布线结构对比 

 

 

 

资料来源：Trendforce，国盛证券研究所 
 
资料来源：Trendforce，国盛证券研究所 
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突破硅中介层尺寸掩膜版极限，面板级大面积加工打开广阔降本空间。在与硅中介层

（Silicon Interposer）的竞争中，玻璃基板具备独特的尺寸扩容与成本优势。随着 AI 算

力需求激增，单颗 AI 芯片的封装尺寸持续放大。尽管阿斯麦的 EUV（（0.33NA）光刻，目

前将最大掩模版尺寸限制在 26×33 毫米（约 830 平方毫米），但台积电采用掩模拼接技

术，拼接多块掩模图形以做大芯片尺寸。英伟达 Blackwell 架构 GPU 单封装尺寸约为掩

模版尺寸的 3.3 倍，面积达约 2739 平方毫米；下一代 Rubin GPU 预计扩至掩模版 4 倍

尺寸，约 3320 平方毫米；Rubin Ultra GPU 更将达到掩模版 9 倍尺寸，约 7470 平方毫

米。除英伟达外，谷歌 TPU v9x（Humu

从台积电 CoWoS 掩模版尺寸路线图来看：目前 5.5 倍掩模版尺寸已量产，9 倍目标 2027

年落地，14 倍规划 2028 年，14 倍以上版本预计 2029 年推出。英特尔则计划 2028 年

推出 12 倍掩模版尺寸的 EMIB 方案，匹配超大芯片封装需求。但封装尺寸持续放大，带

来两大核心挑战：第一，方形大芯片难以在圆形晶圆上高效排布，晶圆边缘面积浪费严

重。由此催生面板级封装（PLP）思路：以方形面板替代圆形晶圆，面积利用率可提升至

75%以上。圆晶圆与方面板面积利用率对比：300 毫米圆晶圆随芯片尺寸增大，利用率

从约 60%降至 50%左右；而方形面板可稳定维持约 75%利用率，这为整合更多 Chiplet、

构建单颗超大面积的 AI 芯片提供了极高的面积性价比。 

 

图表4：玻璃基封装具有更高的面积利用率  图表5：不同封装尺寸下晶圆/面板尺寸对应的成本节省率（%） 

 

 

 
资料来源：Trendforce，国盛证券研究所 

 
资料来源：Yole，国盛证券研究所 

大陆半导体显示面板龙头京东方（BOE）全面推进半导体玻璃基板战略。为了加速国产

半导体玻璃基板的突围，2024 年，京东方已大举投资高达 9.93 亿元人民币，在北京亦

庄建立起了一座拥有 2000 平方公尺高规格洁净车间、集成了包括高精密原子层沉积

（ALD）、光罩微影、全自动光学检测（AOI）及无电解铜镀等上百台全工艺流程核心设

备的智能化半导体玻璃基封装载板中试线，并且其板级研发样品已跨过关键技术门槛。

根据该亦庄玻璃基中试项目的最新建设日程表，其 2025 年已全面步入关键核心设备的

搬入与工艺联调阶段，产业化节奏规划在 2027 年正式形成本土初始量产能力，并于 2029

年推动国产高附加值大尺寸封装技术向规模化应用迈上全新台阶。 
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图表6：京东方玻璃基先进封装项目工艺设备搬入仪式 

 
资料来源：酷玩实验室，国盛证券研究所 

5 月 20 日晚，京东方发布与康宁公司签订合作备忘录的公告，双方将围绕玻璃基封装载

板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作，共同探索具

有商业潜力的技术与市场机会。该备忘录自双方授权代表签字之日起生效，有效期为三

年。期满前如双方无异议，可经协商续签或延长。据公司公告，京东方于 2024 年投资

9.93 亿元建设玻璃基封装载板试验线。目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概

念认证，并进入技术测试阶段。光互连方面，公司下属子公司于 2023 年投资建设 

MicroLED 芯片生产线。日前公司下属子公司的 MicroLED 光互联芯片已产出相关样品并

为客户送样。 

 

图表7：京东方与康宁公司签署合作备忘录 

 

资料来源：京东方公告，国盛证券研究所 
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2、AI 驱动先进硅片需求高景气，价格有望持续上行 

AI 持续高景气，GPU、HBM 带来 12 英寸硅片增量需求。国内外厂商加速布局大模型，

带动算力需求增长，驱动 AI 服务器行业维持较高景气度，随着 AI 性能的提升和大模型

参数的增加，对运算能力的需求也在快速增长，同时对硅片的需求量也会明显增长。以

AI 服务器为例，AI 服务器增加了高性能 GPU 芯片用于高速并行数据的计算，同时配套

HBM 堆栈储存计算用数据，HBM 堆栈是由 DRAM 芯片堆叠形成，堆叠层数不断提高，

使得 12 英寸硅片使用量进一步提升。根据 SUMCO 测算，AI 服务器对 12 英寸硅片的

需求量是通用型服务器的 3.8 倍。新产品新技术催生 12 英寸硅片更多消耗，同等存储

容量 HBM 对 12 英寸硅片需求量是目前主流 DRAM 产品的 3 倍。此外，随着 NAND 

堆叠层数提升至 400 层，按目前业内技术路线共识，所有厂商均会切换至通过 2 片晶圆

键合制作 1 个 NAND 

 

晶圆厂持续扩产拉动 12 英寸硅片需求。根据 SEMI 统计，截至 2024 年末，全球共有

193 条 12 英寸量产晶圆厂，预计到 2026年全球 12 英寸晶圆厂量产数量将达到 230 座，

将对 12 英寸硅片带来较大的需求，全球 12 英寸晶圆厂产能将从 2024 年的 834 万片/月

增长至 2026 年的 989 万片/月，年复合增长率达到 8.9%，下游晶圆厂产能的快速扩张

将大幅拉升 12 英寸硅片需求。中国大陆方面，根据 SEMI 统计，截至 2024 年末，中国

大陆地区有 62 座 12 英寸量产晶圆厂（包含西安三星、无锡 SK海力士、南京台积电等

外资晶圆厂），预计 2026 年中国大陆地区 12 英寸晶圆厂量产数量超过70 座，相应产能

增长至 321 万片/月，约占届时全球 12 英寸晶圆厂产能的 1/3，其中以中芯国际、华虹

集团、长江存储、长鑫存储为代表的内资 12 英寸晶圆厂产能将增至约 250 万片/月。 

 

图表8：全球不同尺寸半导体硅片出货面积（百万平方英寸） 

 
资料来源：SEMI，国盛证券研究所 

全球半导体硅片市场逐渐复苏。自 2020 年初至 2022 年，随着居家办公需求快速增长、

5G 商业化带来的换机需求及全球芯片产能紧缺等因素推动下，全球半导体产业迎来上行

周期。根据 SEMI 的数据，2022 年全球半导体硅片出货面积增长至 146 亿平方英寸，达

历史新高。2023 年以来，随着世界经济呈现衰退态势、消费电子周期需求下行、半导体

行业处于去库存周期及国际局势紧张等多重影响，半导体行业短期有所下滑，但 2024 年

随着下游复苏，半导体行业开始回暖，并逐渐向上游的半导体硅片行业传导，根据群智

咨询数据，25Q4 全球主要晶圆厂平均产能利用率回升至 90%，同比增长约 7 个百分点。

随着全球晶圆厂产能的持续扩张以及产能利用率逐渐回升，半导体硅片行业将持续保持

景气向上的态势。根据 SEMI 预计，2030 年全球半导体市场规模有望达到万亿美元，假

设保持现有增速，全球半导体硅片市场规模届时有望翻倍，预计超过 200 亿美元。 
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图表9：全球半导体硅片出货面积  图表10：全球半导体硅片市场规模 

 

 

 

资料来源：SEMI，国盛证券研究所 

 
资料来源：SEMI，国盛证券研究所 

Sumco：2025 年 300mm 硅片全年复苏趋势延续，中长期展望，300mm 硅片充分受

益于 AI 带动的需求高增。从 Sumco 口径来看，2025 年 300mm 硅片全年复苏趋势延

续，需求保持向好，200mm 硅片出货量依旧疲软，需求未明显改善。中长期来看，1）

300mm 硅片：AI 数据中心的先进逻辑芯片和 DRAM 需求旺盛，NAND 需求预计也将回

升；传统产品方面，客户将全面去库存并调整采购量；2）200mm 及更小尺寸硅片：AI

数据中心领域有一定需求增长，但受向 300mm 迁移及地缘政治影响，整体需求规模预

计维持当前水平。 

 

图表11：200 mm 硅片趋势  图表12：300 mm 硅片趋势 

 

 

 

资料来源：Sumco，国盛证券研究所 

 
资料来源：Sumco，国盛证券研究所 

图表13：用于 AI 的 DRAM 的晶圆需求  图表14：用于 AI 的 NAND 晶圆需求 

 

 

 

资料来源：Sumco，国盛证券研究所 

 
资料来源：Sumco，国盛证券研究所 
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图表15：用于 AI 半导体的前沿硅晶圆需求预测  图表16：Sumco 客户 300mm 硅片库存情况 

 

 

 

资料来源：Sumco，国盛证券研究所 

 
资料来源：Sumco，国盛证券研究所 

信越化学：300mm 硅片持续复苏。信越化学口径，300mm 硅片需求呈现保持复苏态

势。未来走势将很大程度上取决于各细分领域的需求情况，以及客户的库存策略。公司

表示，在半导体市场中，与 AI 相关的需求持续强劲，而其他领域的需求也终于开始回升，

公司抓住这一趋势，扩大了硅片、光刻胶和光掩模坯等半导体材料的销售额。展望未来，

信越化学表示，在 AI 半导体领域，客户正加紧扩产，AI 需求的激增为行业的结构性变

革，预计硅片需求将持续增长。受此增长影响，目前 DRAM 供应已出现短缺。在这种背

景下，尤其是存储器厂商在需求增长节奏的驱动下，已开始表现出保障未来硅片供应的

意愿。公司预计未来 AI 相关硅片的出货量将大幅增长。 

 

图表17：信越化学电子材料业绩情况 

 
资料来源：信越化学，国盛证券研究所 

3、高端 MLCC 供需趋紧，钽电容&超级电容打开应用新空间 

AI 基础建设驱动 MLCC 需求大增。据中国台湾经济日报消息，全球被动元件龙头村田

表示，AI 大量消耗积层陶瓷电容（MLCC），以英伟达最新 GB300 平台为例，需搭载约 3

万颗 MLCC，约是手机的三十倍，车辆的三倍，单一 AI 机柜更消耗高达 44 万颗 MLCC。

从需求端看来，2026 年仍非常乐观。村田预估，AI 服务器用 MLCC 需求将以年平均成长

率 30%的速度呈现扩大，2030 年相关需求将较 2025 年大增 3.3 倍。该公司社长中岛规

巨称，随着 AI 服务器处理能力提升、搭载的 MLCC 数量也随之增加。根据 Business 

Research Insights 数据，2025 年全球 MLCC 市场规模为 348.95 亿美元，预计到 2034

年将达到 1092.2 亿美元，2025 年至 2034 年复合年增长率（CAGR）约为 13.52%。 
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图表18：2025-2034E 全球 MLCC 市场规模（十亿美元） 

 
资料来源：Business Research Insights，国盛证券研究所 

为了支持 GPU 和 CPU 在 0.8V 低电压下消耗数千安培电流，高电容 MLCC 的需求日益

增长。MLCC 的总电容必须增加才可以提供 GPU 的功率动态变化所需的稳定电源供应。

英伟达的 Grace Blackwell GB200 服务器主板大约需要 6500 个 MLCC（多层陶瓷电容

器），而即将推出的 Rubin 架构将使每块主板的 MLCC 数量增加到约 12000 个。与此同

时，微软、AWS、谷歌和 Meta 等云服务提供商正在稳步增加对自研 ASIC 芯片和 CoWoS

先进封装技术的订单，从而推高了对高端 MLCC 的长期需求。根据村田预计，AI 服务器

所需 MLCC 从 2024 至 2030 年，平均每年增长 18%。集邦咨询表示，英伟达 VR200 

NVL72 服务器将使用约 60 万个 MLCC，比现有的 GB300 平台高 30%以上，囊括从 2.5V

到上千 V 的电压规格。 
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图表19：村田针对搭载人工智能功能的服务器用电容器需求预测（按数量计算） 

 
资料来源：村田，国盛证券研究所 

高端 MLCC 供需趋紧，打开行业新一轮涨价周期。AI 服务器 MLCC 的格局高度集中，主

要由村田和三星电机主导。两家在 2025 年下半年稼动率已达到高位。日韩厂商的扩产

节奏一贯保守，在经历了上一轮“扩产—过剩—亏损”的周期后，对新建大规模产能非

常谨慎，更倾向于通过瓶颈工序的局部优化来释放产能。高端 MLCC 占用产能多、扩产

周期长，短期内有效产能很难快速扩张。2025 年下半年至 2026 年 2 月，MLCC 现货价

格上涨约 20%，被动元件进入全品类、多轮次、跨区域涨价周期，价格涨幅普遍在 5%

至 30%，高端品类的价格涨幅更高。Trend

大对高端 MLCC 的需求，从而推高价格。 

 

与普通服务器相比，AI 服务器对 MLCC 的需求呈现“量质双升”的特点。 

 

✓ 传统服务器的 CPU/GPU 切换功耗变化在 µs~ms 级，但 AI 服务器的 GPU/TPU 瞬时

负载变化快达 ns~µs 级，需超高速去耦。在容量配置方面，传统服务器的容值以 µ

数百 µ

ESL MLCC 密集放置在封装附近（甚至 0201/01005 尺寸）。 

✓ 在频率响应方面，传统服务器以 MHz 级为主，AI 服务器则必须覆盖数百 kHz 到数

GHz 的宽带噪声抑制。对温度／寿命要求方面，传统服务器的一般商用温度为 0~85℃

或 105℃，AI 服务器则有高可靠性要求，长期运行于 85~125℃环境，并需抗直流

偏压效应。 

✓ 在封装与布局方面，传统服务器使用标准尺寸（0402~1210）即可，AI 服务器则趋

向微小封装（01005/0201）与大容量迭层结构，并配合嵌入式 PCB MLCC 技术。在

可靠性要求方面，普通 IEC/JEDEC 等级即可满足传统服务器的需求，AI 服务器则需

通过 AEC-Q200 或数据中心级耐久与抗振规范。 

✓ 由于 AI、大数据的应用对能量的需求更多，需要更佳的抗电磁干扰、抗噪声能力，

因此 MLCC 需要更多电极层、更薄的电介质、更大的有效面积与更高的可靠性，以

实现单位体积电容更高、有效电容更高，采用的材质也将从 X5R 转向 X6S，高电容

密度 MLCC 已经成为 AI 服务器应用的关键部件。 
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图表20：板卡上的保持电容 

 
资料来源：艾睿电子，国盛证券研究所 

AI 服务器同时打开超级电容与钽电容的应用空间。超级电容可以瞬时输出最大功率，在

UPS（（不间断电源）系统中，超级电容器可以实现比传统电池更快、更平滑的切换过程，

减少切换过程中可能出现的电压波动，确保系统的连续运行，同时超级电容具有更高的

功率密度，凭借以上特性，超级电容在 AI 机柜中的应用在不断推进。谷歌数据中心部分

机房已采用超级电容与锂电池混合储能系统，用于应对 GPU 集群的瞬时功率波动，降低

冷却能耗 15%。根据领达科技数据，2025 年全球 AI 服务器用超级电容器收入规模约

3.67 亿元，预计到 2032 年将接近 11.07 亿元，年复合增长率 16.9%。 

 

聚合物钽电容器在 AI 服务器中主要用作大容量、低 ESR 的中高频储能与去耦组件，与

MLCC 搭配形成宽频段电源稳定网络。相比传统钽电容或铝电解电容，它在 AI 服务器高

功耗、高瞬态变化的环境中具有明显优势。由于 AI 应用带动钽质电容需求大增，但产能

扩张相对不易，因此钽电容涨价持续。国巨集团近日通过旗下子公司基美向客户发出调

价通知，宣布将对部分聚合物钽电容产品进行价格调整。新价格计划于 2026 年 4 月 1

日起正式生效。自 2025 年下半年以来，这已是该公司第三次发布钽电容涨价通知。此

前，国巨曾在 2025 年 6 月对聚合物钽电容部分规格进行调价，随后于 2025 年 11 月再

次调涨 T520、T521 及 T530 系列产品，当时涨幅高达 20%至 30%。 

 

图表21：超级电容能够提供堪比电池的能量密度和堪比电容的功率密度  图表22：顺络电子固态聚合物钽电容相比常规液态铝电解电容体积占优 

 

 

 

资料来源：ABRACON，国盛证券研究所 
 
资料来源：顺络电子，国盛证券研究所 
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4、CCL 持续涨价，高速板材加速放量 

AI 带动强劲需求，台股 CCL 公司月度营收强劲增长。台光 2026 年 5 月实现营收 156

亿新台币，同比增长 114.6%。台耀 2026 年 5 月实现营收约 48 亿元新台币，同比增长

129%。我们判断台系 CCL 厂商的业绩充分印证行业需求高景气，全球产业链一体化背

景下我们判断国产 CCL 厂商业绩有望同步跟随强劲增长。 

 

图表23：台光月度营收及同比（亿新台币）  图表24：台耀月度营收及同比（亿新台币） 

 

 

 
资料来源：wind，国盛证券研究所 

 
资料来源：wind，国盛证券研究所 

CCL 价格持续上涨。6 月 16 日，全球覆铜板行业龙头企业建滔积层板正式发布新一轮

产品涨价函，宣布旗下所有规格

本次调价自新订单接单之日起正式执行。此次为建滔积层板年内第五次提价，产品累计

涨幅超 50%。此前，公司已分别于 3 月 10 日、4 月 3 日、4 月 28 日、5 月 27 日完成四

轮调价。我们判断当前 PCB 行业需求旺盛，高端产品供给紧张，带动高端 CCL 需求同步

旺盛价格持续上行。而大厂产能持续向高端产品转移的背景下，传统产能受到挤压价格

同样跟随持续上行。伴随 PCB 行业 2026 年下半年更多高端产品放量，CCL 价格上行趋

势有望贯穿全年。 
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图表25：建滔涨价详情 

 
资料来源：PCB 网城 ISPCAIGPCA，国盛证券研究所 

  

2026     06    20年   月   日

仅供内部参考，请勿外传



 

 

 

gszqdatemark   

P.15                                   请仔细阅读本报告末页声明 

5、相关标的 

玻璃基板：京东方、天承科技、帝尔激光等； 

  

硅片：立昂微、沪硅产业、西安奕材等； 

 

MLCC 及产业链：三环集团、洁美科技、风华高科、博迁新材、国瓷材料； 

 

磷化铟衬底：云南锗业； 

 

PCB 产业链：胜宏科技、东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、深南电路、生益科技、天承

科技、中钨高新、鼎泰高科、大族数控等； 

 

光产业链：东山精密（索尔思）、炬光科技、腾景科技、源杰科技、豪威集团、天孚通信、

中际旭创、新易盛、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、永鼎股份、太辰光、光库科技、

赛微电子等； 

 

存储芯片：兆易创新、澜起科技、东芯股份、普冉股份、恒烁股份、聚辰股份等； 

  

存储模组：香农芯创、佰维存储、国科微、江波龙等； 

 

半导体设备：中微公司、北方华创、拓荆科技、华峰测控、金海通等； 

  

半导体材料：雅克科技、鼎龙股份、天承科技、彤程新材、安集科技、兴森科技、兴福

电子等； 

  

封测：盛合晶微、长电科技、通富微电、晶方科技、甬矽电子、汇成股份、伟测科技、

利扬芯片等； 

  

国产算力芯片：芯原股份、沐曦股份、海光信息、寒武纪、天数智芯、壁仞科技、摩尔

线程、灿芯股份、翱捷科技等。 

 

6、风险提示 

 
1. 下游需求不及预期。 

  

2. 研发进展不及预期。 

 

3. 地缘政治风险。  
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